DOHODA O SPOLUPRACI

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami

1. Zilinské univerzita v Ziline
Sidlo: Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina
ICO: 00397 563
IC DPH: SK 20 20 67 78 24
Fakulta elektrotechniky a informacnych technolégii
Adresa: Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina, Slovenska republika

zastapena: prof. Ing. Pavol Spanik, PhD., dekan fakulty
email: pavol.spanik@feit.uniza.sk

(dalej len ,,Riesitel’ projektu*)

2. Nazov: ai crowd, s.r.0.
Sidlo: 355, 023 31 Rudina
ICO: 45596603
DIC: 2023068784

zastapena: Ing. Peter Macek, PhD., konatel
email: peter.macek@aicrowd.eu

(dalej spolu len ,,MSP*)

Clanok I.
Vseobecné ustanovenia

Rozhodnutim zo dna 30.9.2020 Ministerstvo investicil, regionalneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky rozhodlo o poskytnuti finanénych prostriedkov na rieSenie projektu
,Optovlaknové senzory s fotonickymi prvkami pre inovativne aplikacie® (dalej len ,,Projekt®).
Prijimatelia Slovenska technicka univerzita v Bratislave, Vysoka skola banska - Technicka univerzita
Ostrava a Zilinska univerzita v Ziline podpisali zmluvu o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, ktora nadobudla u¢innost’ dna 24.02.2021.

Podmienkou tejto Dohody je, Ze Zmluvnd strana spada do kategérie malych a strednych podnikov
(MSP) a posobi v slovensko-ceskej pohrani¢nej oblasti.

Tato Dohoda sa uzatvara v pripade, Ze Zmluvna strana prejavila zaujem o moznost’ participovat’
na vyskumnych aktivitach Projektu.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Dohody je spolupraca Riesitel'a projektu a MSP na Projekte spolufinancovaného
z programu Interreg V-A SK-CZ. Tato Dohoda sa uzatvara na dosiahnutie dcelu sledovaného
Zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.

Predmetom Dohody je moznost’ zapojit’ sa pre ziacastnenti MSP do procesu vedeckého vyskumu
projektu. MSP bude mat" moznost’ sa dobrovolne podielat’ na aktivitich vyskumu,
pripomienkovat’ fazy ¢i proces vyskumu.

MSP bude mat’ moznost’ nahliadnut’ a pouzit’ vysledky vedeckého vyskumu Projektu.

Podpisom tejto Dohody nevznika prednostné prave MSP na vysledky vyskumu Projektu v stlade
s pravidlami $tatnej pomoci a nediskriminacie.
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Clanok III.
Ustanovenia tykajtice sa ramca pre §tatnu pomoc

MSP sije vedomé , ze Riesitel’ projektu ma pravo zverejniovat’ vysledky vyskumu, vysledky vyskumu
st volne $iritel'né a dostupné aj subjektom, ktoré na projekte neparticipuju.

Riesitel projektu ako vyskumnd organizacia bude mat’ pravo uverejiiovat’ vysledky svojho
nezavislého vyskumu a/alebo vyvoja tak, aby nedoslo k diskriminacnému pristupu voéi inym
subjektom alebo nepriamej statnej pomoci hlavnému partnerovi projektu, najmi prostrednictvom
webového sidla projektu.

Pocas celej platnosti dohody budu Partneri projektu budu pocas jeho celej implementacie
implementacii postupovat’ v zmysle Rdmca pre $taitnu pomoc na vyskum, vjvoj a inovacie (2014/C

198/01).

Clanok VI.
Zavereéné ustanovenia

Dohoda je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi dve (2)
vyhotovenia.

Akékol'vek zmeny a dodatky tejto Dohody st platné len na zaklade pisomného a oéislovaného
dodatku k tejto Dohode, ktory musi byt” podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Tato Dohoda nadobuda platnost’ dfilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost’ dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom znen.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze podla § 5a ods. 1 a 4 zikona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam v znen{ neskorsich predpisov sa jedna o povinne zverejfiovani zmluvu,
ktora sa zverejiiuje v CRZ vedenom na Urade vlady SR.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Dohodu riadne precitali a potvrdzujd, ze Dohoda je zrozumitel'na
a urcita a vyjadruje ich skutocnu, slobodnid a vaznu volu, nie je uzatvorena v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisali.

Podpisy zmluvnych stran:

V Ziline, dra 30.1.2023

prof. Ing. Pavol Spénik, PhD.

dekan Fakulta elektrotechniky a informacnych technolégii

V Ziline, dtia 30.1.2023

Ing. Peter Macek, PhD.
konatel



